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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestsllt 

(g) Chipkarte mit integriertar Batterie 

(g) Es vWrd ein Verfahron air Horstellung einer Chfpkarte 
mJt integriertar Battarie vorgeschlagon, woboi anstelte 
der Intagratron afnar vorgefertigtan Batterie die Fertigung 
dar Batterie fn den HerstellungaprozeS der Chlplcarte Inte- 
griert wird. Dazu wird eine Letorfoahnstruktur (8) auf efne 
Tragerachlcht (6) aufjgebracht. In einem Tei'lbareich (8b) 
der Uiterbehnstruktur (8), die ale Elektrode fQr die Batte> 
rie (3) diem, wird eln Elektrolyt In Form etner Elektro- 
lytpaste aufgedruckt Oder Qber efne Maake aufgetragen 
Oder In Form einer Elektrolytfolie aufgeUebt DarOber 
wird eine Dockfoiie (5) mit einer Gegenieiterbahnatniktur 
(9) so auflaminiert daB ein Teilberefch (9b) der Gegenlef- 
terbahnstruktur (9) die Gegeneiektrode fflr die Batterie (3) 
bildet 

Diese Konstrnktion ist besonders vorteilhaft fOr Chipka^ 

■ ten mtt Displays |2). da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 
, (3) in einem Arbeftsgang mit den Elektroden (8e, 9c) des 

■ Displays (2) gefertigt werden kdnnea 
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B«sdireibung >fertdldaraiis,da8dicaeohiiehiDbeteitsElektioden fi^ 

Diq^y aufweiflem wobd diese Eleldiodeii Qblicberweise 
IXeEcfinduDgbetiifftemWcftlireazxirHeistd^ dneainiegralniBcstaDdteUderLdtcrfoabiicobilde^ 



QupkartB mit integlierter BatteiiO Oacfa dcr Gattuag deS rfieaa LriteAahnen nnnmiAr yiiggtrlie h TVi1h<>wMgtM> y^ifiyfl- 

Haupuiu|mx:ht sowie cii» catapiedieiKfe Chipl^^ S sco»<fieabgegcapoUg€EIektrodenfQrdeDElektiolyteDclie> 

<ter Gammg de$ DcbcDgeordnciea Aospnieht 8. oeo, kazm dieBaitaiefertigimg obne wesentlicheii Aufwaad 

tJblicfaesweise wenkn die etektiischai BauteUe einef in doe Displaychipkarteofeitigung integrieit wenkn. Als 

ChipkartB voo auSen mit Strom venoigt, beisirfeisweisB zusStzlicher Schritt ist mv das Aufbringen des Qektroly ten 

wateend die CbipkaitB im llenniiiai eixiea Baokamomateo erfofdeiiich.I>afQrentfoI]eDda8Einsetzeoeinerbe$o 

eingefiUvt isL Nniere Anwendmigen selni va; Datcn ant to Battoie uod dat drktriscfag Anschlidten der Ldtobalmea 

dcrKaittimabhflngig voadnmaokhenlbnniBalaDslesen andieBaoeiieanacfalufiflfebeii. 

und anzuzeigeD mid erfoidem dazn die Integratioo einer Nacbfolgeod wiid die Erfindung unter ^**^*gnnhmf auf 

SliomquelkmmdtteIbarindieKaite.BatypiadierAin^^ die Zcidimmg niber cri9uteit Es zeigem 

drnigsM hieifUr ist die sogenamte Geldkaite mit Di^Uy F1g» 1 eioe Ouitote schemadscli in Draught mid 

zur Aozeige des auf der Karte aocfa verfQglnfen Oeldbe- 15 F1f.2eineChipkaitescheniati8chimQuerscbnitL 

tragi. In FI9. 1 ist eine Qnpkarte 10 mit in die Chipkaite inte> 

CUpkaiteosinddmxheinelSO-NonninilixcnDimeosio* gnenem Chip 1 daigesteUt Beispielhaft wiid dabei von ei» 

nen, insbesondeie auch der maiimalcn Dicke, genocmL Ein nor komakUosen Chipkaite ausgegangen* weshalb der im 

geneicllet Ptablem besteht deshalb darin, Idsomgs^ge Inneren der Chipkaite 10 angeordnete Cliipl strichlieit an- 

BatteRenheizusmaca,diedanngenug8ind,mninCbipka^ 2D gedeutet ist Die Erfindmig ist aber gleicbennafien ftir koo- 

ten integrien weiden zu k&meo. Aus der l^^itschaltswocbe taktieiende Karten oder Dual-Interfacc-Kartcn, bei dencn 

21, Jamiar 1999» Wilfisattg K e iupk en, TDQnn wie Fapiei', <fie DatenObemagmig mittels an der Kaitenoberfl9cbe lie* 

istcinftBattedebekamit,beider(fieBlektzodenaiisbaiJdi- gender Kontaktflidienerfblgt^anweQdbai: Die in Fig. Idai^ 

danneaFolienausManganoxidmidIJthimnbestehen.zwl- gesteUte kootaktk)se Karte besitzt fOr den Datentransf er mit 

schen denca all Bietagdyt cine dOnne Spexialkimatstoff- 2S extencoGeiflteneine Antennenq)uie4,diemitdemCfa^l 

scUcfal angeonlnet Ist Elekuodcn wdsen ablicbe An- aber dne nidit dazgestellie eletarische Verbindung elek* 

sc hh iB flteh e n znr ^^fbindu^g der Batterle mit den Leiter- trisdi leitend vednmden ist Die Antennenspule 4 befindet 

bahnen der Chipkaite auf. sich, wie duich stricfaUerte Darstellmig angedeutet ebenf alls 

>badGrFimiaE.CR.-Eleclio<3icndcalReseaRh.Ltd. im Inneien der Chipkaite 10. Weitexfain besitzt die Kaite 10 
76117 Rebovot NU wild wdter eine ultndOmie. sdiidit- 30 einDi9lay2.dasdieAnzeigevoDDatenausdemChipler- 

wdseaufgebauteBanerie fUr CUpicaiteo aqgeboleo, die als laubt Das Display 2 kann gleichzdtig als l^statur fungie- 

RHISS-Balterie bckanm ist (RHKSS > vechaigeable bydro- len. Snen wdteren Bestandteil der Chipkaite 10 bildet eine 

gen ion solid stale electrolyte). Die RHISS-Banerie ist zwi- Batterie 1, dte» wie diucb stzichlaeite DaisteUmig angedeu- 

schen 035 und 0,70 mm dUmi, wild ia mnem BaWericpack tetcbeofalls in das Ihneie der Chipkaite 10 integrien ist 
isolieftundincfieChipkartBeingeaetzt mndoctmitdenLei* » Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 daigestdlte Oiipkaite 10 ache> 

tcfbafanea der Chipkaite abcrWie-Bond-Drihievefbunden madsch im Qucndmitt Die DanteUung diem dd)ei ledig* 

zawesdeo. liA m ^^ anm^f'lt^u*^u^^^g Amr QiipkaTtr WMf ndm Bf^ 

Aulisabe der voriiegenden Erfindung ist es, das Xonzept standtdle and reprisemiect nicbt die Vfeifamtnisse in einer 

der Batterieiniegiation in Cfaipkarten Unslcbdicfa Fenigmig lealcn CUpkatte mit Nonsdicke. Die Kacte 10 besteht aus 
uodLdsningsf^higkeitweiiBrznvedwssem. 40 ciner'MgendiichtC.einerXaitenkacpenchicbtTundeiner 

Diese Aufgabe wild geldst dutch ein Vsiftbrea mit den Decksddcfat S. Zwischcn TOgerschicht 6 und Deckschicht 5 

Mokmalen des Hauptanqvuchs sowie dmcfa cine CUp- sUid (fie elektronischen Bauelemente angeonhiet namlich 

kaite«wiesieimnd>engeoRiiietenProduktanspnich8ange- der CMpl, die BaUerieJ^ das Display 2 sowie die, in Fig. 2 

gebenist DieLOsungzdcfanetsichdadurchauStdafiaufdie QicbtdaigesteUte,Spu]e4. 

Ekkmxlen, die eineiseits mit dem ELektrolyt und anderer- 45 DieCUpkaitelO wild scfarittwrnse auf der IVagenddcht 

seits mil den Ixiterbahnen der Chipkaite in Vertnndung 6aufgebautZttnlchstwiideineLeiterbahnstniktur8aiifdie 

sind, verzichtct winL Stattdessen werden die Leiteifoahnen 'Mgmchicht6aufg^rachtbeispielsweiseduich Aufdnik- 

so ausgcbildet daB sie selbst die gegcopoligen Elekiroden ken oder im Alzveifthien. Die Ldteibahnstruktur 8 gli^i ffi f 

fOr den Elektroiytca bilden. Dazu wild der Elektiolyt als Pa- ach in mehxeie Beieicbe 8a. gb, 8& Hn enter Beidcfa 8a 
ste Oder als Folic aufdenjemgenTbsl der Leiteibahnaufge- 50 dient dabd zur Anbtndung des Chipe 1 an die Ldtmbahn* 

bracht, der die eigenttidie Elektrode eiaetzt und Uber dem stiuknir 8. BnzweiterBeieich 8b bildet eine ersteBleknode 

£lekm)lyt wild die Gegenleiteibahn so angeoidnet dafi ein fOr <fieBanezie3; die issgesamt ausElektiode 8b, Rlrktrolyt 

Teil deser Gegenleiteibahn die Gegen e lektt o de fOr den U und Gegeoelektrode 9b besteht Bn weiterer Bcreicfa 8b 

Elektiolyt bildet Auf diese Weise entfaUen gesonderte Bat- bildet femer eine Elektrode fOr das Di^ilay 2, das insgesarat 
terieelektiodcnschichten, wie sie in den bekannten Batterie- 55 aus Elektrode 8c, akHver Schicfat 12 und Gegenelektiode 9t 

koozepien voigesehen sind. Das eifindungsgemSBe VaS^ besteht Gleichzeidg mit der Leiteibahnstiukmr 8 wild 

len bietet daduich den Micteil, dafi fDr deo Elektiolyten ein zweckmllfiig die Antennen^xile 4 realisieit 

grOBcrer Bauraum zur VufQgung steht so daB die Norm- Auf der Leiteibahnstrukuir 8 werden die einzelnen elek- 

dicke fttrdupkarten eingefaalten werden kann* Deswetteren tronischeo Bauelemente aufgdiaut Dabm wild der Chip 1 
kann die Batterie unmlttdbar wShiend der Chipkaiteofeitl- 60 bdspielswdse in Flip-Chip-lbchnologie mit dem Beieich 

gung bcigestelU werden und braucht nicfat als separales Zu- 8a der Letieibahnsmjktur 8 elektiisch verbunden. 

liefertdl in die Kaite integriert zu werden. Dadurcfa entfaUt Auf den Bereich 8b der Ldterisahnstruknir 8 wild sodann 

das Booden der Elektroden an die Ldteri)ahnen, wodmch ein fester Elektrolyt U aufgebiacht Das Efektroiytmaterial 

die Fcrtigung kostengflnsdgcr wild. Zudem kann cfie Batte- kann bcispiebwcise dne Elektrolyq^ste oder dne Elektio- 
rie jc nach Chipkaite individueU an die Chipkaitengeome- w lytfoKe sdn, wie sie aus dem dngangs wiedeigegebeneo 

trie und die Lcistongsanfadenmgcnbd der Chipkartenfer- Stand der TWmikbckannt sind Als Paste wild der Hektio- 

dgung aagepaBt werden. lyt vortdlhaft aufgednickt, etwa im Siebdiuckvei&hien, 

FUrCbipkaiten mU Displays eigibtsididnbesonderer oder Uber dne Maske aufgetragen. Die Vferwendung dner 
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hat dea Vofteil, dafi die Hxienmg des EtektiolyteD ein- 
fachisL 

Auf deo TeUbcracb 8c der Leiteibabnstniktur 8 wild m 
alaive ScUcht 12 fQr das Display 2 aufgebradtt. Bd dem d»- 
fOr vcfweodeten Material kami ea aich um FlOsaigkristalle 5 
haodelD, die ihren Ziutand zwiscbea opak uad transparent 
wcdiselD, beiapielsweiae PLC. ChLCD oder roiC Alter- 
nate lominieii aktW kiicbteiida Stt}ft in Betracht, d. h. Ma- 
terialien, die bei Anlcgeo dner Spamning aktiv leuchten, 
beispielswdse LEDig ELDa oder OlEDs. Daa Disjday 2 lo 
kann gleichzeitig <Be FunktioQ mner Tbstatur beaitzen. Auf* 
ban UDd Fuidotasweise eiiies solcheii Dispbyt sind deta^ 
liertinderdeutacbenPafrntaninfflftiingNt: 19828978^be^ 
sch^^eben, auf <Se hieau ausdiOcUich verwieseo wiid. Der 

dieakdveSchiditUdesDteplayaZ ^ 

Vot Oder nacfa dem Aufbau der dektroniscbea Bauteile 
auf der THigeracfaicht 6 wild auf der TVftgeiBchidit 6 eine 
Kaitenkd t pcr Khi cht? angeoidnet, die Ausspanmgea fOr die 
etektrooiachen Bauteile beaitzt Die Kartenkfirpenddcht 7 20 
wild auf der TOIgp n chic h t 6 auflaminieit Per Lamimervor" 
gang kann gegrtwaienfallt zusammen nit der Deckfolie 5 
erfcflgeiL 

Ober der KartenkSipefsdndit 7 ufid den atif der lV9ger- 
scfaicfat 6 au^Aanten elektnmischen Bauteileo wiid dSe 25 

IVifkyhirlit 8 angentdneL Auf der fen gaitgnSmMwai 
gewandten SdtB der DeckacUcfat S wild dabet eine Gegeo- 
leateibahn»tnikmr9 angel^ ZwceknigBig wild die Gcgea- 
leiteibafaiistniktiir 9 gleicbfj^ dutch Aufdmckeo oder im 
Atzvei&hreo ei2BUgt und gliedeit ^ in Ibilbeieiche 9b 30 
uod 9e. IMe Gliedezung der OegnleiteKbahttsttuktur 9 ist so 
ausgebildet, daB der Ibilbeieich 96 eine GegenelektrodBzur 
Elektiode 8e des Displaya 2 bildet, ii^ttiread der IbilbeieU 
9b im Beteicb der Batterie 3 angelegt iat, 80 daB er eine Ge- 
genBlcktrodezurElektrode8bderBatlerie3bildeLDiedie 35 
Elektzoden dea Displays 2 bildeaden IbilB 8c uad 9e voQ 
LeitertNiliih bzw. G^geoleiiefbaluistniktur mflsron ^ ihf ^ 1^ 
diglicfa elektrisch lei&big sein. Die die BlektEoden der Bat- 
teiie 3 bildendeo lUle 8b und 9b znflsaen dacQberiiiDaua gi»- 
genpotigsein^aodaBaieabAiiodeuodKathodeeiiieStitaik- 40 
ricfatung definieteiL Es kann daher zweckmflfiig sein» zundn- 
dest eine Ldteibahnstniktur 8U8 zwd unterachiedlicbea Ma- 
terialien zusanunenzusetzen. Beispielsweise kann die 
genleitobahnscruknir 9 im Tbilbeieich 9b aus einem besoa- 
deien Elekiiodenmaterial hexgestellt weiden, wghzend alle 45 
anderen Teilbereicbe 8a, 8b, 8c und9e der Leiteibahnstmk- 
tureo 8 und 9 aus Inidiumzinnoxid (ITO) bestefaea. 

ImFalle eioerChiiHcarte mit Display, wie sie in den Fig, 1 
und 2 dargestellt isc, soUten fener Deckscbicfat 5 und Ge- 
geoelektrode 9c des Displays 2 transparent sein, damlt die SO 
aktivc Schicht 12 von aufien erkennbar isL Als Material fOr 
die Gegenleiteibahnstruktur 9 bietet sich deshalb Inidiuia- 
zinnoxid (IPO) an. das transparent isL Abgesehea voe dem 
Di^laybmicb ist die dem Karteninneren zugewandie Seite 
der transparenten Decksducfat 5 bedruckt, so daB ein Blick ss 
auf die elektrooischen Bautdle nicfat gew^fazt wird. Die 
Scfaichten 5, 6^ 7 wetden durch Anwendung voo Duck und 
Temperatur oder unter Vsrwendung eines Klebers oriteinan- 
der larainiert. Aufgrund der Ibmperatureropfindlichkeit des 
Elektrolyts ist die Laminiening mittels Kleber zu bevonu* fiO 
gen. Wichdg ist eine voUst^ndige Abdicbiung insbesondere 
des Batterieberetcha gegen Feucbtigkeit, da heute eriidltli- 
che Elektrc^yten sefar fcucfatigkeitsempfiiKilicb sind 

Der Rahmen des der Erfindung zugiundHegeodea Kon* 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicht als Fertigteil, soodem 
Erzeugung der Batterie im Zuge der Kartenfertigung, indem 
die ohnehio voriiandeneo Ldteibahnstrukturen die Elelotzo* 
den ftSr die Batterie bildea • gcsuttet einer Melzabl voo Ab- 



wandlungen dei vorstebend bescfariebenen Herstellungsver- 
fabiens wie der dandt berstellbaten Cbipkaite. Insbesondere 
kann der Aufbau der anband der Fig. 1 und 2 beschiiebenen 
Cb^karte hinsicbtUcfa der Bauelemente oder hinsicbtlicb 
derZahlder Schtcbten geSndeit werden. Alteraativ zur elek- 
trisdiea £3nbeziebung des Chips 1 nur Qber eine trager- 
scfaichlsdti^ Leiteibahnstruktur kann eine den Chip 1 auf 
zwei Seiten kontakxierende X^rinndung vorgeseheo sein, bd 
der der Chip aucb dutch die Gegenleitezbahnstruktur kon- 
takdeitist 

Pate ntan sptflcfae 

1. ^feifahrea zur Hetstellung einer Chipkarte (10) mit 
integrieiter Stvomquelle (3), nmfaawend die Schritte: 

- Aufbringen einer ersten Leiteibahnstruktur (8) 
auf eine IVftgerschicbt (6) der Cfaii^arte (lOX 
~ Aufbringen einea Elektiolyts (U) Qber einem 
Ibilbereicb (8b) der mtm Leiteibahnstruktur (8) 
und 

- AufMngen einer zweiten Leiterbahnstruktur 
(9) mit dnem Tbilberdch (9b) der zweiten Leiter* 
bahnstrukmr (9) Ober dem Elektxolyt (U), so daB 
(fie Teilbereicbe (8b, 9b) der Leiterbahnstrukturen 
(8 bzw. 9) in direictem Kontakt mit dem Elektrolyt 
(U) steben und gegcnpofige Elektiodea iUr den 
Elektiolyten (12) bilden. 

2. Vetfetea nach Anspnicfa 1, d^hirch gekennzeicb- 
net. daB als Elddtolyt (11) eine Elektxolytpaste ver^ 
wendetwixd. 

3. Veifahrea nach Anspcuch 2, dadurch gekennzdcb- 
nct, daB der Elektrolyt (U) im Siebdiuckverfofaxen aul^ 
gebncfatwixd. 

4. Vedbbren nach Anspnich 2, dadurch gekconzeicb* 
net, daB der Elektrolyt (U) unter \ferwendung einer 
Maske auf geiragea wild. 

5. ^fecfidueo oadi Anspnich 1, dadurch gekennzdch- 
net, daB aU Elektrolyt (U) eine Elektiolytfblie verwea- 
detwifd. 

» 6. ^fetfUircn nach einem der An^rOche 1 bis 5, da- 
dutch gekeonzdchnet, daS die zweite Leiteriiahnsnuk* 
fur (9) zusammen mit einer Deckfolie (5) in Laminiei^ 
tedmik aufg^radtt wird. 

7. Afeffducn nach einem der An^rflche 1 Us 6, da- 
durch gekeanzdcfanet, daB die enteLeiteri>ahnstruknjr 
(8) uad die zw^ Leiterbahnstruktur 9) auBer dea 
Ibilbevrichen (8b bzw. 9b), die als Elekirodea fOr den 
HlektxDlyt dienen. jeweils dnen zweiten Ibilbereich 
(8c bzw. 9c) umfassen, die als Elekucoden fOr ein Dis- 

» play (2) undAoder eine 'Ttttamr dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integriecter Batterie umte- 
send eine erste Leiterbahnstruktur (Q mit einem Tbil- 
bereicfa (8b) und eine zwdte Leiteibalinstndcf&r (9) mit 
einem lUlbereich (9b), wobd zwiachen den Tbilbeiei- 
chen (8b und 9b) ein Elektrolyt so angeonfaiet ist daB 
rich <£e Teilbereicfae (8b, 9b) der Leiterbahnstnikturen 
(8, 9) in direkiem Kontakt mit dem HekmAyt (11) be- 
finden und gegenpolige Elektroden fOr den Elektroly- 
ten (11) bilden. 

9. Chipkarte nadi Anspnich 8, dadurch gekeimzeicb- 
net, daB cfie Teilbcreichc (8b, 51b) der ersten und zwei- 
ten Leiterbahnstnikturen (8, 9) Obereinander angeoid- 
netsind. 

10. Qnpkarte nach Anspnich 8 oder 9, dadurch g&> 
keanzeicbnet, daB der Eleknolyt eine Oder Mie 
ist 

11. Cbipkaite nach einem der AnsprOche 8 bis lOt da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ldteibahnstrukturen ff, 
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9) aufier den TdiberdcheD (8b, 9b), die als Elektrodea 
fOr den Hektiolyten (11) dienen, wdtot TtilbextichD 
(8ebzw.9c) aufweisen, dk als Eleloxodea fOr ein Dis^ 
play (2) nrKi/odfj doe T^istatur dieoeo. 
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